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摘要(译)

本发明公开了一种采用套切技术生产液晶面板的基板，所述基板上构造
有具有不同特性参数的两类液晶面板，所述基板还包括：分别针对两类
所述液晶面板的第一配向电压接口以及第二配向电压接口，其中，所述
第一配向电压接口以及所述第二配向电压接口配置为分别向两类所述液
晶面板提供不同的配向电压。相比现有技术，本发明的采用MMG套切技
术生产液晶面板的玻璃基板产品通过分开Curing技术，给两支液晶面板
分别施加不同的电压，以满足两支产品的各自预倾角大小需求的配向电
压，从而避免两支产品预倾角不兼容的现象出现。
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